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内容概要

　　集成电路（IC）版图设计是一个非常新的领域，虽然掩模设计已经有30多年的历史，但直到最近
才成为一种职业。
人们希望从事这个职业，包括大学毕业生和一些希望转行的人们，他们需要了解一些非常复杂的原理
。
同样地，一些富有经验的版图工程师也发现当代IC工艺的复杂性要求他们进一步了解这些基础知识。
　　版图设计不是一个孤立的设计环节，它与一系列的技术相关联。
本书从基本半导体理论开始介绍，进而阐述了在现代半导体技术中基本器件的发展，为读者提供了IC
版图设计的方法与技术。
本书的一个突出特点是：在介绍版图设计的同时说明了为什么要这样设计，使读者知其然，知其所以
然。
本书内容的重点是版图设计的基础知识，对于新入行的从业者，这是一个良好的开端；对于有经验的
设计者，则可作为对设计经验的回味和思考。
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